O G G E T T O: Recepimento della Direttiva RoHS.

La direttiva 2002/95/CE, anche nota come RoHS,  prevede  il divieto, ovvero la limitazione a valori bassissimi, nell’utilizzo di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente ed alcuni ritardanti di fiamma nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (bifenili polibromurati ed eteri di difenile polibromurati).
Dunque entro luglio 2006 tutti i produttori
 di apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute in Europa dovranno uniformarsi alle disposizioni sancite da tale direttiva dell'Unione Europea. La mancata conformità a tale normativa comporterebbe delle ripercussioni immediate, tra cui gravi sanzioni pecuniarie, danni alla reputazione del marchio e persino rischi di natura penale.

Ciò premesso, la Matrix srl  sta effettuando una serie di azioni volte al soddisfacimento dei nuovi requisiti. Per questo scopo, alcune delle azioni sono prettamente di propria competenza (essenzialmente adeguamento dei macchinari e dei processi produttivi), mentre altre richiedono necessariamente un lavoro congiunto distributore-fornitore-cliente (in sostanza, dell’intera supply-chain). 
In alcuni casi è preferibile che tale lavoro venga condotto comunque dal produttore, soprattutto se il produttore è anche il progettista del prodotto.

In questa ottica, la Matrix necessita da parte Vostra di un lavoro di ricerca ed aggiornamento, da svolgere essenzialmente sulle part-list dei componenti, al fine di avere, alla data in cui Matrix sarà pronta per produzioni con processi completamente “RoHS compliance” (essenzialmente lead-free), un magazzino di prodotto costituito esclusivamente da componenti conformi (incluso il circuito stampato).
In particolare servirebbe sapere quali dei produttori dei componenti presenti sui Vs prodotti si sono già adeguati, ovvero hanno prodotti “RoSH compliance”:

· da quale data (almeno per categorie di prodotto); 
· su quali categorie di prodotto coesistono entrambe le versioni, e fino a quando; 

· entro quale data sui prodotti non ancora conformi; 

· quali eventuali modifiche hanno effettuato sul part number per la versione del prodotto conforme;
· quale eventuale simbolo accompagna il package dei prodotti conformi.
Naturalmente risulteranno utili anche informazioni riguardanti possibili mutamenti delle caratteristiche prestazionali e/o elettriche/meccaniche cui eventualmente alcuni dei componenti presenti sui Vs prodotti siano soggetti a seguito dell’attuazione della suddetta norma.

A titolo di riferimento (significativo ma non esaustivo), segnaliamo le seguenti indicazioni in termini di materiali “proibiti” e componentistica che attualmente include tali materiali.
PIOMBO:

· paste saldanti;
· pin di IC, finitura superficiale di PCB;
· interconnessioni esterne o interne;
· cavi in PVC;
· vernici;
· rivestimenti;
· lubrificanti;
· rivelatori, fusibili, fotoconduttori, vetri;
· parti metalliche.
CADMIO:

· cavi in PVC;
· coloranti (giallo), vernici;
· finiture metalliche;
· rivestimenti fosforescenti;
· materiali plastici riciclati.
MERCURIO:

· lampade; 

· display, scanner, proiettori;
· coloranti, vernici;
· poliuretano;
· PVC.
CROMO ESAVALENTE:

· finiture metalliche protettive contro la corrosione (sostituto: cromo trivalente);
· coloranti, vernici.
PBB/PBDE:

· ritardanti di fiamma:
· materie plastiche, involucri (V0);
· cavi;
· PCB (circuiti stampati), connettori;
· componenti di potenza;
· vernici.
Si noti che il circuito stampato sarà da considerarsi uno dei componenti più critici per la RoHS compliance, poiché bisognerà scegliere quale finitura dovrà avere (se HAL lead-free, Ni-Au, Sn chimico, OSP, ecc. ), compatibilmente con i nuovi macchinari e processi che Matrix adotterà, e verificare che per il rispetto del grado di infiammabilità (ad. es. 94 V-0) non sia ottenuto con l’aiuto di sostanze ritardanti di fiamma del tipo PBB-PBDE. Inoltre, non tutti i supporti utilizzati saranno idonei ai nuovi processi lead-free (essenzialmente per via di incrementi delle temperature di processo di almeno 25 °C), per cui sarà difficile trovare dei fornitori di CEM1 che garantiscano la compatibilità con il processo HAL lead-free. Bisognerà chiedere subito ai produttori di PCB verso quali processi si stanno orientando.
Si consideri che fondamentale importanza rivestirà, oltre alla finitura dei circuiti stampati, la scelta delle leghe saldanti.
Per questo sarà importante che ci comunichiate presto eventuali vostre preferenze, poiché Matrix (come all’incirca tutti i produttori) sceglierà almeno inizialmente un tipo di pasta saldante per la rifusione ed un tipo di lega per la saldatura ad onda, con i suoi profili termici preferenziali e con i suoi comportamenti in saldatura eventualmente diversi a seconda della finitura del circuito stampato.

La lega attualmente in “pole position” per la pasta saldante è la SAC (stagno argento rame, in almeno un paio di versioni in termini di composizione percentuale; si sta considerando anche la SAB, con bismuto al posto del rame), mentre per la saldatura ad onda potrebbe andar bene anche la SnCuNi, e per le finiture dei circuiti stampati l’oro ed il “rame passivato” guadagneranno punti sull’HAL lead-free (processo tradizionale, ma con lega senza piombo), ma non tutto è definito.
Tutte queste informazioni sono fondamentali per:

· programmare adeguatamente il passaggio ai nuovi processi e macchinari (soprattutto relativamente al lead-free), che potrà essere effettuato solo allorquando, per ogni prodotto, tutti i componenti saranno compatibili con i nuovi parametri (essenzialmente profili termici per le saldature);

· controllare al meglio fenomeni, che purtroppo si sono già verificati, di saldature non ottimali (tendenzialmente con scarse risalite della lega saldante tradizionale sui piedini dei componenti lead-free) che si verificano nella fase transitoria quando i componenti sono “misti” ed il processo è vecchio (le rassicurazioni dei produttori sulla compatibilità a ritroso dei componenti lead-free non sono sembrate così realistiche).
Noi stiamo già condividendo queste problematiche con i nostri fornitori, ma siamo convinti che il miglior risultato lo si otterrà, prodotto per prodotto, solo se viene condotto dai progettisti, usufruendo della nostra assoluta collaborazione.

L’argomento riveste per noi tutti, operatori del settore elettronico, importanza elevata, per cui Vi preghiamo non solo di non trascurare la nostra richiesta, ma di affrontarla in tempi brevi.
Cordiali saluti

� Con produttore si intende colui che immette sul mercato il prodotto,  ovvero lo vende o rivende, o lo importa, quindi non necessariamente (ovvero, quasi mai) si tratta dell’azienda che materialmente assembla il prodotto)





